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内容概要

　　电子产品的工艺可靠性问题，存在于产品在工厂生产和市场服役的全过程。
《现代电子装联工艺可靠性》笔者樊融融从事电子装联工艺及其装备等技术研究整50年，深感电子制
造中的工艺可靠性问题，随着微组装和微焊接技术应用的日趋广泛和深入而愈显突出。
因此，加强电子装联工艺工程师们对工艺可靠性基础理论的掌握和技术素质的提升，是关系到一个公
司的产品实施“低成本、优质、可靠”战略的关键一环，编著本书的出发点就是在不断发展的现代电
子产品制造中，当面对形形色色的缺陷和故障现象时，能为他们提供技术支持。

　　本书适合广大从事电子产品制造的工艺工程师、质量管理工程师、材料技术工程师、生产现场管
理工程师及用户服务工程师等技术人员阅读和借鉴。
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